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Tento technologicky postup slouzi pro montaz systému S-BOARD FLOOR pro vytvarfeni povrchové Gpravy podlah v
interiéru.

S-BOARD FLOOR

1. Podminky pro provad éni

1.1  Pripustna teplota podkladu a vzduchu béhem aplikace a zrani hmot je +5C az +30<C.
1.2 Nevyzralé hmoty je nutné chranit pfed pusobenim vody, mrazu a pfili§ rychlym vysychanim vlivem zvySené
teploty a nadmérného prlavanu v interiéru.

2. Priprava podkladu

2.1  Vhodnymi podklady jsou beton, deskové materialy na bazi dfeva, cementotfiskové desky, sadrovlanité desky.

2.2 Podklad musi ¢isty, zbaveny prachu a mastnot, biologického napadeni a soudrzny — viz Pfiloha 1.

2.3  Doporuéena hodnota soudrznosti podkladu je 0,2 MPa. NesoudrZzna mista je potfeba odstranit a vyplnit vhodnou
hmotou s poZadovanou pevnosti v tlaku a pfidrznosti minimalné 0,25 MPa.

2.4 Celoplo3né srovnani podkladu Ize provést vhodnou nivelaéni hmotou. PFi zachovani pramérnych parametru
soudrznosti podkladu 0,2 MPa.

2.5  Soudrznost podkladu Ize zvySit natérem penetracnim lakem EH.

2.6 Savé podklady se opatfi penetracnim natérem penetracnim lakem EH dle pfisluSného technologického navodu.

2.7  Maximalni odchylka rovinnosti nesmi pfesahovat 5 mm/2 m.

3. Lepeni desek S-BOARD

3.1  Lepici hmota se pfipravuje dle pfislusného Technologického navodu.

3.2  Desky Ize na pozadovany format zafiznout nozem.

3.3  Pfidrznost lepici hmoty k podkladu je minimalné 0,2 MPa.

3.4  Pavodni dilata¢ni spary podkladu museji byt zachovany. Pfed zapocetim lepeni se na téchto mistech k podkladu
pfipevni ukonéovaci a dilata¢ni liSty. Kladou se do pfedem nanesené vrstvy lepici hmoty.

3.5  Na pfipraveny podklad se celoplo$né natahne zubovym hladitkem vrstva lepici hmoty BETAFIX® SB, resp.
BETAFIX® SF tak, aby se nanesena plocha minimalné rovnala ploSe lepené desky.

3.6  Naformatované desky se rovnomérné zatlaci do vrstvy pfedem nanesené lepici hmoty, aby doslo k celoploSnému
spojeni desky s lepici hmotou.

3.7  Desky se kladou na sraz, delSi stranou na vazbu. Minimalni pfesah je 100 mm. Spara mezi deskami nesmi byt
vyplnéna lepici hmotou.

3.8  Desky lIze do roviny srovnat pomoci vodovahy.

4, Kotveni desek

4.1  Kotveni desek se provadi po vytvrdnuti lepici hmoty, nejdfive vSak po 24 hodinach.

4.2  Kotveni se provadi, pokud se desky lepi na objemové nestabilni nebo pruzné podklady na bazi dfeva, pomoci
kotvicich prvkua tvofenych podkladovym talitkem HA 36 (nerezové provedeni) nebo TIT 60 a vhodnym
samoreznym Sroubem.

4.3  Minimalni poget kotvicich prvku je 6 ks / desku.

4.4  Kotvy se kladou pfiblizné 20 az 50 mm od okraje desky v rozich a pfiblizné v poloviné delSiho rozméru desky.

4.5  Samofezny Sroub se Sroubuje pomaoci pfisluSného nastavce na vrtaéce nebo elektrickém Sroubovéaku. Povrch
talitku by mél celou plochou dolehnout k povrchu desky. Mirné zapusténi do desky neni na zavadu.
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5. Uprava spar mezi deskami

5.1  Operace se provadi po vytvrdnuti lepici hmoty a pfipadném kotveni desek kotvicimi prvky. Nejdfive vSak 24 hodin
po nalepeni desek S-BOARD.

5.2 Spary se upravuji pomoci 100 mm Sirokych past sklenéné sitoviny VT1/1 a stérkové hmoty ALFAFIX® S1,
piipadné BETAFIX® SF. Pfiprava hmot se fidi pfislusnymi Technologickymi pokyny uvedenych hmot.

5.3  Na desky se podél spary nanese vrstva stérkové nebo lepici hmoty v Sifce pfiblizné poloviny Sifky sklenéné
sitoviny na kazdou stranu spary. Do hmoty se nasledné vtlaci pas sklenéné sitoviny. Pfebytek stérkové hmoty,
prostoupeny oky sklenéné sitoviny, se zarovna hladitkem. Sklenéna sitovina nesmi prostupovat stérkovou
hmotou.

5.4  Jednotlivé pasy sklenéné sitoviny se napojuji s pfesahem minimalné 100 mm.

6. Kladeni naslapné vrstvy

6.1  NaSlapnou vrstvu Ize klast po dokon&eni pfedchozich operaci, nejdfive vSak po 24 hodinach.

6.2  Doporuéené jsou napf. dlazba, laminatové a dfevéné naslapné vrstvy. Nevhodné jsou napf. zatézové koberce a
jiné materialy, které nezajisti minimalni rozneseni napéti do spodnich vrstev podlahy.

6.3  Podlahu je mozné doplnit i o elektrické podlahové rohoze, pfipadné topné félie.

6.4  NaSlapna vrstva se klade dle pfisluSného technologického postupu na ocistény povrch desek, zbaveny zbytku
lepidel a pouzitych hmot.

6.5 Dlazbu doporucujeme lepit flexibilnim lepidlem, napfiklad BETAFIX® SF.

7. Preprava a skladovani

7.1  Materidly a hmoty museji pfepravovat a skladovat v plvodnich obalech. Pfi skladovani musi byt dodrzovana lhdta
skladovatelnosti uvedenda na obalech.

7.2  Lepici hmoty, stérkové hmoty a sparovaci hmoty dodané v suchém stavu se skladuji v pavodnich obalech v
suchém prostfedi na dfevéném rostu, paleté.

7.3  Penetracni natéry a zakladni barvy se skladuji v pavodnich obalech chranénych pfed mrazem a pfimym
slune€nim zéfenim.

7.4  Desky S-BOARD se skladuji v suchém prostfedi ulozené naplocho na rovné podlozce. Museji byt chranény pred
mechanickym poSkozenim, UV zafenim a plsobenim organickych rozpoustédel.

7.5  LiSty a profily se skladuji ulozené podélné na rovné podlozce. PVC profily a profily s integrovanou sklenénou
sitovinou se musi zajistit ochrana pfed UV zafenim.

8. Nakladani s odpady

8.1  Likvidace nepouzitych zbytkd hmot se provadi dle pfislusnych bezpecénostnich listt jednotlivych hmot.

8.2  Zbytky hmot na bazi cementu se likviduji zakropenim vodou a po vytvrzeni se deponuiji jako ostatni odpad
(170101 - Beton).

8.3  Obaly suchych hmot na bazi cementu se likviduji jako ostatni odpad (150101 — Papirové a lepenkové obaly).

8.4  Nepouzité zbytky desek S-BOARD se likviduji jako ostatni odpad (170604 — Izolaéni material).

8.5  Zbytky plastovych list se sklenénou sitovinou a sklenéna sitovina, tésnici a lepici pasky se likviduji jako ostatni
odpad (170904 — Smésné stavebni a demoli¢ni odpady).

Priloha 1 — P fiprava podkladu
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Stav podkladu Navrhované opat feni
Rovinnost podkladu Mistni nebo celoplo$né vyrovnani vhodnou hmotou

zajistujici pozadovanou pridrznost k podkladu resp.
soudrznost podkladu.

Nesoudrzny podklad Mechanické odstranéni nesoudrznych ¢asti podkladu s
pfipadnym pfedchozim zvlhéenim podkladu, nasledné
mistni nebo celoplo$né vyrovnani podkladu vhodnou
hmotou s poZadovanou pfidrznosti k podkladu.

Mastny podklad Omyti teplou tlakovou vodou s pfidavkem saponatu,
pfipadné omyti tlakovou parou. Podklad musi pfed
provadénim dalSich operaci fadné vyschnout.

Znecisténi odbedriovacimi a jinymi separaénimi Odstranéni znecisténi vodni parou s pouzitim cisticich

prostfedky prostfedku, omyti Cistou tlakovou vodou.

Bioticky napadeny podklad (mech, fasy, liSejnik, plisné OSetfeni pfipravkem na likvidaci biotického napadeni (dle

aj.) pfislusného navodu). Mechanické odstranéni zbytkd po
napadeni, ocisténi povrchu od necistot. Omyti tlakovou
vodou.

Vykvéty na vyschlém podkladu Mechanické odstranéni, ometeni, omyti tlakovou vodou

Zapraseny podklad Ometeni nebo omyti tlakovou vodou.

Neaktivni trhliny Utésnit vhodnou hmotou.

Aktivni trhliny DalSi operace neprovadét do odeznéni pfi¢in. Pfipadné

pficiny sanovat vhodnym opatfenim.

VIhky podklad (napf. zemni vihkost) Na zakladé analyzy sanovat pri¢iny vihkosti vhodnym
opatfenim a nechat vyschnout, pfipadné pouze nechat
vyschnout. DalSi operace provadét az po dosazeni
rovnovazné vihkosti dle platnych norem (napt. CSN 73
0540)

SpraSujici podklad Mechanické odstranéni natér( a omitek oSkrabanim,
otlu¢enim pokud Ize provést. Napusténi podkladu
vhodnou penetraéni hmotou. Pfed provedenim
nasledujicich operaci ovéfeni pfidrznosti aplikovanych
hmot k podkladu dle poZadavk( na pFidrznost k podkladu.

Nestejnorodost podkladu, pfilisna savost Napusténi podkladu odpovidajici penetraéni natérovou
hmotou.
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